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PART NUMBER SALES_CODE L_MAX M_MAX R_BASIC W_MAX Y_MAX DESCRIPTION2
DN000100000900N DCDH-9SSBN 31,78 8,64 14,35 17,10 4,88 9W SOLDERPOT SOCKET ASSEMBLY
DN000100001500N DCDH-15SSBN 34,26 12,45 18,16 17,10 4,88 15W SOLDERPOT SOCKET ASSEMBLY
DN000100002100N DCDH-21SSBN 39,25 16,26 21,97 17,10 4,88 21W SOLDERPOT SOCKET ASSEMBLY
DN000100002500N DCDH-25SSBN 41,76 18,80 24,51 17,10 4,88 25W SOLDERPOT SOCKET ASSEMBLY
DN000100003100N DCDH-31SSBN 44,23 22,61 28,32 17,10 4,88 31W SOLDERPOT SOCKET ASSEMBLY
DN000100003700N DCDH-37SSBN 49,22 26,42 32,13 17,10 4,88 37W SOLDERPOT SOCKET ASSEMBLY
DN000100005100N DCDH-51SSBN 48,60 25,15 30,86 18,20 5,99 51W SOLDERPOT SOCKET ASSEMBLY

PART NUMBER A B C H DESCRIPTION2
DN0000809 10,11 6,32 14,35 3,30 9W REVERSE MOUNT PANEL
DN0000815 13,92 6,32 18,16 3,30 15W REVERSE MOUNT PANEL
DN0000821 17,73 6,32 21,97 3,30 21W REVERSE MOUNT PANEL
DN0000825 20,27 6,32 24,51 3,30 25W REVERSE MOUNT PANEL
DN0000831 24,08 6,32 28,34 3,30 31W REVERSE MOUNT PANEL
DN0000837 27,89 6,32 32,13 3,30 37W REVERSE MOUNT PANEL
DN0000851 26,62 7,42 30,86 3,30 51W REVERSE MOUNT PANEL
DN0000810 39,00 8,52 45,72 4,10 100W REVERSE MOUNT PANEL

NOTES:
 
1.    DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY.
 
2.    CUSTOMER DRAWING ONLY. NOT USED FOR CINCH MANUFACTURE.
 
3.    PART MARK CONNECTORS WITH CINCH AND DATE-CODE.
 
4.    CONNECTOR TO BE HERMETICALLY TESTED TO 1 x 10-8 cc/sec @ 1 ATMOSPHERE HELIUM.
 
MATERIAL SPECIFICATIONS:
 
5.    CONNECTOR SHELL: >ASTM ALLOY< SAE-AMS-QQ-A-250. ELECTROLESS Ni PER SAE-AMS-C-26074.
 
6.    CONTACT (FEMALE SOCKET): >Cu ALLOY<. Au PER MIL-DTL-45204, TYPE 1.
 
7.    INSULATOR: >PBT< PER MIL-M-24519.
 
8.    INTERFACIAL GASKET: >FVMQ< PER MIL-R-25988 OR >PMQ< PER ZZ-R-765.
 
9.    HARDWARE: >303SS< PASSIVATE DIP PER SAE-AMS-QQ-P-35.
       HARDWARE TO BE PURCHASED SEPERATELY TO SUIT PANEL THICKNESS.
 
10.  DUSTCAP: >LDPE< OR ANTI-STATIC >HDPE<.
 
GENERAL SPECIFICATIONS:
 
11.  ALL OTHER DETAILS AND DIMENSIONS TO BE AS PER MIL-DTL-83513 OR CINCH HERMETIC DURA-CON CATALOGUE.

4-40 UNC - 2B TAP  4,000 
#43 DRILL ( 2,261 )  4,471

SOCKET #1

PANEL CUT-OUT DETAIL
SCALE  4:1

SCALE  3:1

SCALE  3:1



                                        Tел:  +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) 
                                                    Email:  org@lifeelectronics.ru 
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      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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